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贵州振华风光半导体股份有限公司

关于核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示：

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员夏良

先生近日因个人原因申请辞去公司相关职务，并已办理完成工作交接及离职

手续。辞职后夏良先生将不在公司担任任何职务。

夏良先生任职期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，截至本公告

披露日，其在公司职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司，不存

在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产

权的完整性。

夏良先生离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质

性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员夏良先生近日因个人原因申请辞去公司相关职务，并已

办理完成工作交接及离职手续,辞职后夏良先生将不在公司担任任何职务。公

司及董事会对夏良先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷

心感谢！

（一） 基本情况

夏良先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历，总经理助理，封装方向负责人。2007年3月至2014年6月，在三星苏州



公司工程部PKG担任技术经理；2014年6月至2019年6月，在三星西安分公司

PKG技术部担任高级工程经理；2019年7月至2020年4月，在北京紫光存储科

技有限公司担任封装开发部门总监；2020年5月至2020年10月，担任公司副

总工程师，封装专业技术负责人；2020年11月至今担任公司总经理助理、封

装方向负责人。

（二） 夏良先生参与的项目及知识产权情况

夏良先生任职期间参与了公司相关研发工作，期间参与申请的专利等知识

产权均为职务成果，截至本公告披露日，其在公司职务成果所形成的知识产权

所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其

离职不影响公司知识产权的完整性。夏良先生目前已经完成工作交接，其离职

不会对公司的技术研发和日常经营造成重大不利影响。

（三）保密与竞业禁止情况

根据公司与夏良先生签署的《劳动合同》《员工知识产权与保密协议》《

离职人员保密承诺书》，双方对保密内容以及权利义务、违约责任进行了明确

的约定。夏良先生对其在公司工作过程中所获得所有保密和专有信息负有保密

义务。截至本公告披露日，未发现夏良先生有违反保密义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司自设立以来高度重视研发工作，已建立了较为科学的研发体系，研发

团队结构完整，具备良好的人才梯队基础，现有研发团队及核心技术人员能够

支持公司核心技术及创新产品的持续开发，不存在对特定核心技术人员的重大

依赖。公司2023年末、2024年末和2025年末，公司研发人员的数量分别为241人、

250人、264人，占总员工人数的比例分别为28.76%、29.07%、30.88%。

截至本公告披露日，公司核心技术人员共 5 人，具体如下：

时间 核心技术人员姓名



本次调整前 胡锐、夏良、唐毓尚、李平、李雪、李政

本次调整后 胡锐、唐毓尚、李平、李雪、李政

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员的调整

不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能

够支撑公司未来核心技术的持续发展，目前公司各项研发活动均处于正常有序

的推进状态。未来公司将进一步加大研发技术人员的培养和引进，不断提升公

司技术创新能力。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年6月18日
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